
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201810123730.9

(22)申请日 2018.02.07

(71)申请人 上海瀚莅电子科技有限公司

地址 202150 上海市崇明区横沙乡富民支

路58号D1-7179室（上海横泰经济开发

区）

(72)发明人 吴疆　

(74)专利代理机构 苏州携智汇佳专利代理事务

所(普通合伙) 32278

代理人 尹丽

(51)Int.Cl.

H01L 27/32(2006.01)

H01L 51/52(2006.01)

 

(54)发明名称

硅基OLED微显示器的封装结构及封装方法

(57)摘要

本发明提供了一种硅基OLED微显示器的封

装结构，包括硅基板和与所述硅基板相贴合的彩

色滤光片，所述硅基板上具有突出的突出部，所

述彩色滤光片的玻璃基底上对应开设有凹槽，以

在所述硅基板与所述彩色滤光片相贴合时，所述

突出部收容于所述凹槽，从而在封装过程中，可

避免压合时彩色滤光片在横向和纵向上过度挤

压像素，同时还可防止压合时硅基板与彩色滤光

片错位现象的发生，降低了点缺陷和色偏等不良

比例，保证了器件的出光效率，提升了产品良率。
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1.一种硅基OLED微显示器的封装结构，包括硅基板和与所述硅基板相贴合的彩色滤光

片，其特征在于：所述硅基板上具有突出的突出部，所述彩色滤光片的玻璃基底上对应开设

有凹槽，以在所述硅基板与所述彩色滤光片相贴合时，所述突出部收容于所述凹槽。

2.根据权利要求1所述的硅基OLED微显示器的封装结构，其特征在于：所述突出部位于

所述硅基板的两端边缘处，所述凹槽对应开设于所述彩色滤光片的玻璃基底的两端边缘

处。

3.根据权利要求1所述的硅基OLED微显示器的封装结构，其特征在于：所述突出部的高

度大于所述凹槽的深度。

4.根据权利要求1所述的硅基OLED微显示器的封装结构，其特征在于：所述突出部呈木

楔形设置，所述凹槽对应呈倒置木楔形设置。

5.一种硅基OLED微显示器的封装方法，包括硅基板和与所述硅基板相贴合的彩色滤光

片，其特征在于，主要包括以下步骤：

S1、在所述硅基板上制备突出部；

S2、在所述彩色滤光片的玻璃基底上对应开设凹槽；

S3、将所述硅基板与所述彩色滤光片进行对位并压合。

6.根据权利要求5所述的硅基OLED微显示器的封装方法，其特征在于，所述突出部为光

刻胶，步骤S1具体为：在所述硅基板上进行高粘度、高剪切力光刻胶的涂布，然后进行曝光

和显影，以制备突出部。

7.根据权利要求5所述的硅基OLED微显示器的封装方法，其特征在于：所述硅基板的两

端边缘处均制备有所述突出部，所述凹槽对应开设于所述彩色滤光片的玻璃基底的两端边

缘处，以在所述硅基板与所述彩色滤光片对位压合时，所述突出部收容于所述凹槽。

8.根据权利要求5所述的硅基OLED微显示器的封装方法，其特征在于：所述突出部呈木

楔形设置，所述凹槽对应呈倒置木楔形设置。

9.根据权利要求5所述的硅基OLED微显示器的封装方法，其特征在于：步骤S3中，所述

硅基板与所述彩色滤光片进行OC胶压合。

10.根据权利要求5所述的硅基OLED微显示器的封装方法，其特征在于：步骤S3中，所述

硅基板与所述彩色滤光片进行UV胶压合。
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硅基OLED微显示器的封装结构及封装方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种硅基OLED微显示器的封装结构及封装方法。

背景技术

[0002] 彩色滤光片(Color  Filter，简称CF)，是指在玻璃基底上有序地涂红、绿、蓝3种颜

色而制作成的基板，此方法成本较低，制作简单，可广泛应用于高PPI(pixels  per  inch)显

示器件。

[0003] 硅基OLED微显示器在蒸镀发光材料RGB(红、绿、蓝)的过程中需要引入多套掩膜

板，成本较高，同时对于高PPI硅基OLED微显示器来说，需要高分辨率的掩膜板及高精度的

对位，故目前硅基OLED微显示器实现彩光的方法是白光+彩色滤光片，且要求硅基板与彩色

滤光片压合后对位精度小于1μm。

[0004] 硅基OLED微显示器进行封装时，首先要将硅基板和彩色滤光片进行高精度对位，

对位之后再进行OC胶或UV胶压合固化封装。但因OC胶和UV胶均具有流动性，在压合过程中

容易产生彩色滤光片与硅基板错位，压合后对位精度无法保证小于1μm，且压合错位的现象

还会导致彩色滤光片在横向和纵向上挤压像素，由此会导致一系列点缺陷和色偏不良，降

低了器件的出光效率，影响产品良率。

[0005] 有鉴于此，确有必要对现有的硅基OLED微显示器封装技术进行改进，以解决上述

问题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种新型的硅基OLED微显示器的封装结构，该封装结构可

避免硅基板与彩色滤光片错位现象的发生，从而降低点缺陷和色偏等不良比例。

[0007] 为实现上述目的，本发明提供了一种硅基OLED微显示器的封装结构，其包括硅基

板和与所述硅基板相贴合的彩色滤光片，所述硅基板上具有突出的突出部，所述彩色滤光

片的玻璃基底上对应开设有凹槽，以在所述硅基板与所述彩色滤光片相贴合时，所述突出

部收容于所述凹槽。

[0008] 作为本发明的进一步改进，所述突出部位于所述硅基板的两端边缘处，所述凹槽

对应开设于所述彩色滤光片的玻璃基底的两端边缘处。

[0009] 作为本发明的进一步改进，所述突出部的高度大于所述凹槽的深度。

[0010] 作为本发明的进一步改进，所述突出部呈木楔形设置，所述凹槽对应呈倒置木楔

形设置。

[0011] 本发明的目的还在于提供一种硅基OLED微显示器的封装方法，该封装方法可避免

硅基板与彩色滤光片错位现象的发生，从而降低点缺陷和色偏等不良比例。

[0012] 为实现上述目的，本发明提供了一种硅基OLED微显示器的封装方法，其包括硅基

板和与所述硅基板相贴合的彩色滤光片，主要包括以下步骤：

[0013] S1、在所述硅基板上制备突出部；
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[0014] S2、在所述彩色滤光片的玻璃基底上对应开设凹槽；

[0015] S3、将所述硅基板与所述彩色滤光片进行对位并压合。

[0016] 作为本发明的进一步改进，所述突出部为光刻胶，步骤S1具体为：在所述硅基板上

进行高粘度、高剪切力光刻胶的涂布，然后进行曝光和显影，以制备突出部。

[0017] 作为本发明的进一步改进，所述硅基板的两端边缘处均制备有所述突出部，所述

凹槽对应开设于所述彩色滤光片的玻璃基底的两端边缘处，以在所述硅基板与所述彩色滤

光片对位压合时，所述突出部收容于所述凹槽。

[0018] 作为本发明的进一步改进，所述突出部呈木楔形设置，所述凹槽对应呈倒置木楔

形设置。

[0019] 作为本发明的进一步改进，步骤S3中，所述硅基板与所述彩色滤光片进行OC胶压

合。

[0020] 作为本发明的进一步改进，步骤S3中，所述硅基板与所述彩色滤光片进行UV胶压

合。

[0021] 本发明的有益效果是：本发明的硅基OLED微显示器的封装结构及封装方法，通过

在硅基板上设置突出的突出部，同时在彩色滤光片的玻璃基底上对应开设凹槽，从而在封

装过程中，可避免压合时彩色滤光片在横向和纵向上过度挤压像素，同时还可防止压合时

硅基板与彩色滤光片错位现象的发生，降低了点缺陷和色偏等不良比例，保证了器件的出

光效率，提升了产品良率。

附图说明

[0022] 图1是本发明硅基OLED微显示器的封装结构中硅基板的结构示意图。

[0023] 图2是本发明硅基OLED微显示器的封装结构中彩色滤光片的结构示意图。

[0024] 图3是图1所示的硅基板与图2所示的彩色滤光片压合时的结构示意图。

[0025] 图4是本发明硅基OLED微显示器的封装方法流程图。

具体实施方式

[0026] 为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面结合附图和具体实施例对

本发明进行详细描述。

[0027] 请参阅图1至图3所示，本发明揭示了一种硅基OLED微显示器的封装结构，其包括

硅基板10和与所述硅基板10相对位贴合的彩色滤光片20。

[0028] 考虑到压合过程中容易产生彩色滤光片20与硅基板10错位，压合后对位精度无法

保证小于1μm，因此，本发明对所述硅基板10和所述彩色滤光片20的结构进行了改进，具体

为：所述硅基板10上具有突出的突出部11，所述彩色滤光片20的玻璃基底21上对应开设有

凹槽22，从而在所述硅基板10与所述彩色滤光片20相对位贴合时，可利用所述突出部11收

容于所述凹槽22，来避免压合过程中硅基板10与彩色滤光片20发生错位，继而可保证压合

后对位精度小于1μm。

[0029] 本发明中，因为所述硅基板10上有OLED器件、所述彩色滤光片20上有BM/RGB/OC三

部分，因而所述突出部11的高度需要大于所述凹槽22的深度；当然，因为彩色滤光片20上

BM/RGB/OC三部分的整体厚度很小(小于5微米)，所以所述突出部11的高度只需稍大于所述
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凹槽22的深度即可；所述突出部11的具体高度值以及所述凹槽22的具体深度值可依照实际

情况而定。

[0030] 所述硅基板10的两端边缘处均设置有所述突出部11，所述凹槽22对应开设在所述

彩色滤光片20的玻璃基底21的两端边缘处，以便在所述硅基板10与所述彩色滤光片20对位

压合时，两个所述突出部11对应突伸并收容于相应的所述凹槽22内，从而使得压合效果较

好。

[0031] 所述突出部11呈木楔形设置，所述凹槽22对应呈倒置木楔形设置，从而在所述硅

基板10与所述彩色滤光片20进行高精度对位之后，所述突出部11可完全填充所述凹槽22，

保证压合后对位精度小于1μm(如图3所示)。当然，所述突出部11与所述凹槽22也可呈梯形、

方形、三角形或其他形状设置，只要能够保证所述硅基板10与所述彩色滤光片20进行高精

度对位，并将对位精度控制为小于1μm即可。

[0032] 本发明中，所述突出部11为光刻胶，且均匀涂布于所述硅基板10上并经过曝光和

显影等步骤制备而成。

[0033] 请参阅图4所示，本发明的硅基OLED微显示器的封装方法，主要包括以下步骤：

[0034] S1、在所述硅基板10上制备突出部11；

[0035] S2、在所述彩色滤光片20的玻璃基底21上对应开设凹槽22；

[0036] S3、将所述硅基板10与所述彩色滤光片20进行对位并压合。

[0037] 因所述突出部11为光刻胶，从而步骤S1具体为：在所述硅基板10的边缘上进行高

粘度、高剪切力光刻胶的涂布，然后进行曝光和显影等步骤，以制备突出部11。

[0038] 步骤S3中，所述硅基板10与所述彩色滤光片20可进行OC胶压合，也可进行UV胶压

合。当所述硅基板10与所述彩色滤光片20对位100％吻合情况下，压合时，光刻胶11可完全

填充所述凹槽22；当所述硅基板10与所述彩色滤光片20对位存在稍许偏差情况下，压合时，

光刻胶11可部分进入所述凹槽22内。

[0039] 硅基OLED微显示器进行封装时，首先要将硅基板10和彩色滤光片20进行高精度对

位，对位之后再进行OC胶或UV胶压合固化封装。因高粘度光刻胶11已部分进入(包括完全填

充和不完全填充)所述凹槽22内，故压合过程中不会产生错位，从而使得硅基板10与彩色滤

光片20压合前后的位置保持高度一致，压合后对位精度可保证小于1μm。

[0040] 综上所述，本发明的硅基OLED微显示器的封装结构及封装方法，通过在硅基板10

上设置突出的突出部11，同时在彩色滤光片20的玻璃基底21上对应开设凹槽22，从而在封

装过程中，不仅可保证压合后对位精度小于1μm，防止压合时彩色滤光片20在横向和纵向上

过度挤压像素，而且还可防止压合时硅基板10与彩色滤光片20错位现象的发生，进而降低

了点缺陷和色偏等不良比例，保证了器件的出光效率，提升了产品良率。

[0041] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发

明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改

或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
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图4
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本发明提供了一种硅基OLED微显示器的封装结构，包括硅基板和与所述
硅基板相贴合的彩色滤光片，所述硅基板上具有突出的突出部，所述彩
色滤光片的玻璃基底上对应开设有凹槽，以在所述硅基板与所述彩色滤
光片相贴合时，所述突出部收容于所述凹槽，从而在封装过程中，可避
免压合时彩色滤光片在横向和纵向上过度挤压像素，同时还可防止压合
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